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製品特長

製品特性

•優れた高温加工安定性。
•熱サイクル試験やはんだ付け適性試験後でも、反りが発生しません。
•低熱膨張係数と高熱伝導率を兼ね備えます。
•銅より重さが低い。
•厚みを薄型化しても反りがなく、最薄で 1mmまで対応可能。
•振動試験に合格。
•熱サイクル試験後の寿命は銅より優れます
    銅（Cu）やモリブデン銅（Mo-Cu）の代替材料としても使用可能。

電子部品の熱伝導率と放熱効率を高めるためのセラミック系複合
材料。

一般説明
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Properties Unit CMC AlSiC

熱伝導率 W/m·K 150~180 (厚みにもよる )

標準仕様 L × W × H mm

187x137x4.8
140x99.5x4.65
107x62x3.25

39.5x39.5x1.6
熱膨張係数 PPM/K 7~10
剛性 MPa >300
表面処理 μm Ni --- 3
密度 g/cm³ 2.6~3.0 

CMC AlSiC と MMC 材料の比較 :
MMC 

(Metal Matrix Composite)
CMC

( Ceramic Matrix Composite)

Al bond SiC on surface only Al bond SiC everywhere

SiC
Al

※カスタマイズ形状や寸法など対応。
※製品は出荷前に、規定に基づき表面にニッケルめっき処理を行っております。


